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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公開番号】特開2010-123879(P2010-123879A)
【公開日】平成22年6月3日(2010.6.3)
【年通号数】公開・登録公報2010-022
【出願番号】特願2008-298391(P2008-298391)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  17/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｆ  41/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  23/12    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ   1/16    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｆ  17/04    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｆ  17/04    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｆ  41/04    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月31日(2011.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に配線層及び絶縁層が交互に複数積層されてなる電子回路基板に形成されたコイ
ル構造体であって、
　前記絶縁層は、前記配線層を被覆しており、
　前記配線層は、
　配線パターンよりなるコイルと、
　前記コイルの中心に配置されるとともに、前記配線層に垂直な方向に延びる複数の柱状
部によって分割された磁性体コアと、
　を含み、
　前記磁性体コアと他層の磁性体コアとは、各層の面内方向で同様の位置に形成されてい
ることを特徴とするコイル構造体。
【請求項２】
　下層側の前記磁性体コアと上層側の前記磁性体コアとの間には、絶縁層と密着層とが形
成されていることを特徴とする請求項１に記載のコイル構造体。
【請求項３】
　前記柱状部の前記配線層と平行な断面は多角形状であることを特徴とする請求項１又は
２に記載のコイル構造体。
【請求項４】
　前記磁性体コアはＮｉ又はＮｉを含む合金からなることを特徴とする請求項１又は２に
記載のコイル構造体。
【請求項５】
　前記積層された各コイルは直列に接続されるとともに、各コイルを流れる電流の向きが
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同じであることを特徴とする請求項２に記載のコイル構造体。
【請求項６】
　基材上に配線層及び絶縁層が交互に積層されてなる電子回路基板の内部に形成されるコ
イル構造体の製造方法であって、
　前記基材上方の一面にシード層を形成する工程と、
　前記シード層の上にコイル状の開口部を有する第１のめっきレジスト層を形成する工程
と、
　前記第１のめっきレジスト層の開口部内に導電材料を堆積させてコイルを形成する工程
と、
　前記第１のめっきレジスト層を除去した後、前記シード層及び前記コイルを覆うととも
に、前記コイルの中心側に複数の開口部を有する第２のめっきレジスト層を形成する工程
と、
　前記第２のめっきレジスト層の複数の開口部内に磁性材料を堆積させて、複数の柱状部
によって分割された磁性体コアを形成する工程と、
　前記第２のめっきレジスト層を除去した後、露出した前記シード層を除去する工程と、
　前記シード層を除去した後、前記コイル及び前記磁性体コアを覆う絶縁膜を形成する工
程と、
　を有することを特徴とするコイル構造体の製造方法。
【請求項７】
　さらに、前記磁性体コアの上に密着層を形成することを特徴とする請求項６に記載のコ
イル構造体の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の一観点によれば、基材上に配線層及び絶縁層が交互に複数積層されてなる電子
回路基板に形成されたコイル構造体であって、前記絶縁層は、前記配線層を被覆しており
、前記配線層は、配線パターンよりなるコイルと、前記コイルの中心に配置されるととも
に、前記配線層に垂直な方向に延びる複数の柱状部によって分割された磁性体コアと、を
含み、前記磁性体コアと他層の磁性体コアとは、各層の面内方向で同様の位置に形成され
ているコイル構造体が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、別の一観点によれば、基材上に配線層及び絶縁層が交互に積層されてなる電子回
路基板の内部に形成されるコイル構造体の製造方法であって、前記基材上方の一面にシー
ド層を形成する工程と、前記シード層の上にコイル状の開口部を有する第１のめっきレジ
スト層を形成する工程と、前記第１のめっきレジスト層の開口部内に導電材料を堆積させ
てコイルを形成する工程と、前記第１のめっきレジスト層を除去した後、前記シード層及
び前記コイルを覆うとともに、前記コイルの中心側に複数の開口部を有する第２のめっき
レジスト層を形成する工程と、前記第２のめっきレジスト層の複数の開口部内に磁性材料
を堆積させて、複数の柱状部によって分割された磁性体コアを形成する工程と、前記第２
のめっきレジスト層を除去した後、露出した前記シード層を除去する工程と、前記シード
層を除去した後、前記コイル及び前記磁性体コアを覆う絶縁膜を形成する工程と、を有す
るコイル構造体の製造方法が提供される。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　コイル１２Ａ及びコイル１２Ｂの内周側の端部には、それぞれ他の部分よりも幅広に形
成されたパッド１２ａが設けられている。また、コイル１２Ａ及びコイル１２Ｂの外周側
の端部には、それぞれ他の部分よりも幅広に形成されたパッド１２ｂが設けられている。
各パッド１２ａは、基材表面に平行な面内方向で同一の位置に形成されている。また、各
パッド１２ｂも基材表面に平行な面内方向で同一の位置に形成されている。パッド１２ａ
、１２ｂ部分にはビア１３が形成されている。高さ方向に隣接するコイル１２Ａ及びコイ
ル１２Ｂ間は、このビア１３を介して接続されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　次に、図３及び図４で説明したのと同様の工程で、絶縁層２２の上に４層目のコイル１
２Ｂを形成する。４層目のコイル１２Ｂは２層目のコイル１２Ｂと同様の左巻きの渦巻状
のパターンであり、３層目のコイル１２Ａのパッド１２ａの上にビア１３を形成して３層
目のコイル１２Ａと接続する。なお、４層目のコイル１２Ｂに接続される配線１４は、コ
イル１２Ｂの形成と同時に電解銅（Ｃｕ）めっきにより形成される。４層目のコイル１２
Ａを形成した後、めっきレジスト層（図示せず）及び露出しているシード層１６を除去す
る。
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